ES 2689 933 T3

OFICINA ESPANOLA DE
PATENTES Y MARCAS

@NUmero de publicacion: 2 689 933
GDint. Ci.;

HO1L 23/40
HO5K 7/10

(2006.01)

(2006.01)

@ TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA T3

Fecha de presentacion y nimero de la solicitud europea: 28.05.2002
Fecha y nimero de publicacién de la concesién europea: 04.07.2018

E 02291288 (5)
EP 1271645

T|’tu|o: Dispositivo y procedimiento de fijacion de circuitos integrados en una placa de circuitos

impreso

Prioridad:

19.06.2001 FR 0108008

Fecha de publicacién y mencion en BOPI de la
traduccion de la patente:
16.11.2018

@ Titular/es:

BULL SAS (100.0%)
Rue Jean Jaures
78340 Les Clayes-sous-Bois, FR

@ Inventor/es:

PETIT, CLAUDE y
FROMONT, THIERRY

Agente/Representante:
AZNAREZ URBIETA, Pablo

AViso:En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicacién en el Boletin Europeo de Patentes, de
la mencion de concesion de la patente europea, cualquier persona podra oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposicion debera formularse por escrito y estar motivada; sélo se
considerara como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposicion (art. 99.1 del

Convenio sobre Concesion de Patentes Europeas).




10

15

20

25

30

35

ES 2689933 T3

Descripcion
Dispositivo y procedimiento de fijacién de circuitos integrados en una placa de circuitos impreso

Campo técnico

La invencién se refiere a un dispositivo de fijacion de un componente eléctrico a una placa de circuito
impreso. La invencion es particulamente aplicable a circuitos integrados cuyo contacto con los rangos de
conexion de la placa de circuito impreso se efectia mediante presion. Un circuito integrado provisto de una
pluralidad de teminales de contacto que constituyen una matriz de contactos planos LGA (Land Grid Array)
esta del todo adaptado a la realizacién de la invencion y, por lo tanto, servira de ejemplo para la ilustracion de

la invencion.

Estado de la técnica

Tradicionalmente, un circuito integrado se coloca en una carcasa que comprende terminales de contacto. En
el resto de la descripcion, se utilizara la expresion "circuito integrado LGA" para designar tanto un circuito

integrado LGA como un circuito colocado en una carcasa.

Tradicionalmente, un circuito integrado LGA consta de dos caras, una activa y otra inactiva. La cara activa

comprende los teminales de contacto.

Generalmente, la conexion del circuito integrado LGA en la placa de circuito impreso requiere apilar cierta
cantidad de elementos. Se coloca un intercalador que comprende contactos eléctricos flexibles entre el
circuito integrado LGA vy la placa de circuito impreso para conectarlos eléctricamente. Este sistema necesita
estar puesto bajo presion para asegurar un buen contacto eléctrico. Esto se realiza mediante una placa de
presion colocada en la cara no activa del circuito integrado LGA. El dispositivo se completa con un radiador
opcional utilizado para garantizar la disipacion térmica. Una variante consiste en fundir la placa de presion y
el radiador en una sola pieza. En general, se inserta un sello témico entre el circuito integrado LGA y el

radiador para una mejor transferencia de la energia hacia el radiador.

La presion se aplica, por ejemplo, mediante resortes que se apoyan en la placa o la placa- radiador. Estos
resortes son generalmente guiados por columnas conectadas al circuito impreso ya sea por insertos o por

tuercas realizados en la placa de circuito impreso.

Un primer problema planteado por esta técnica es que los sistemas actuales no pemiten montar circuitos
integrados, en particular circuitos integrados cuyos contactos eléctricos en la placa de circuito impreso se
llevan a cabo mediante presion, en dos lados opuestos frente a la placa de circuito impreso. Otro problema es
que los insertos o tuercas ocupan una superficie significativa en la placa de circuito impreso. Esto constituye
un freno a la densidad de los componentes. La superficie ocupada por estas tuercas en la placa de circuito

impreso es intolerable en un mundo donde la miniaturizacion es una pieza central.

Ademas, los insertos o tuercas deforman la placa locaimente. Las limitaciones realizadas pueden conducir a
la ruptura de pistas situadas a proximidad de los insertos o de las tuercas. Por lo tanto, es necesario limitar el

paso de la pista, yla densidad de trazado se reduce en consecuencia.

Ademas, la solicitud de patente europea publicada con el numero EP 0 706 313 A1, describe que la fijacion

de un sustrato en un conector 1 y que la fijacion del conector 1 en una placa de circuito impreso 11 se

2



10

15

20

25

30

35

ES 2689933 T3

realizan mediante una placa de montaje 19 con cuatro tuercas de montaje 20 y un marco de montaje 21 que

se coloca en las tuercas de montaje 20 con aberturas 22.

La patente publicada con el nimero US 5.793.618 describe un dispositivo para la fijar dos modulos a lados
opuestos de una placa de circuito impreso. El dispositivo incluye un par de elementos de fijacion para apretar
los médulos contra la placa de circuito impreso. El conjunto de fijacién estda montado sobre cuatro varillas de

alineacion, que pasan a través de las aberturas que atraviesan la placa de circuito impreso.

La patente publicada con el numero US 5.978.223 describe un conjunto que consta de una placa de circuito
impreso, modulos montados en la parte inferior de la placa y médulos montados en la parte superior de la
placa. La patente describe ademas que los médulos estan montados mediante fusién o re-fusion de los pines
de conexidon de los modulos. La patente también describe que los intercambiadores de calor se mantienen
mecanicamente en su lugar mediante unos conjuntos de varillas y resortes. Las varillas se extienden a través
de aberturas que atraviesan la placa de circuito impreso y presentan en sus extremos tornillos de compresion

de los resortes.
La invencion

Un primer objetivo de la invencién es pemitir el montaje de circuitos integrados LGA en ambos lados de la

placa de circuito impreso.

Un segundo objetivo es la utilizacién de medios de fijacién cuya base no deforme la placa de circuito impreso

y ocupe la menor superficie posible, lo que pemite en consecuencia una mayor densidad de trazado.

Un tercer objetivo de la invencion es el de proporcionar una gran facilidad de montaje de los circuitos

integrados en la placa de circuito impreso.
Un cuarto objetivo es el de minimizar al maximo el coste en dinero y en tiempo de tal implementacion.
Con este fin, la invencidn tiene por objetivo un dispositivo segun la reivindicacién 1.

Unas caracteristicas opcionales del dispositivo se presentan en las reivindicaciones 2 a 6. La invencion tiene

también por objetivo un procedimiento segun la reivindicacién 7. La invencion se comprendera mejor al leer

la descripcion que sigue, dada a modo de ejemplo y hecha en referencia con los dibujos adjuntos.

En los dibujos:

- Lafigura 1 es una vista despiezada de los diferentes elementos a apilar para la conexién de circuitos
integrados en dos caras opuestas frente a la placa de circuito impreso;

- Lafigura 2 es una vista en perspectiva de una parte de un ejemplo ilustrativo de un elemento de los
medios de fijacion;

- Lafigura 3 es una vista de un ejemplo de realizacién de un medio que asegura el apilado apropiado
de los distintos elementos mencionados anteriormente;

- La figura 4 es una vista superior del conjunto realizado de acuerdo con un ejemplo de realizacion de
la invencion;

- La figura 5 es una vista de una herramienta que pemite montar o desmontar un circuito integrado

LGAde la placa de circuito impreso;
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- Lafigura 6 es una vista del conjunto realizado que muestra la fijacion de los circuitos integrados en

dos caras opuestas de la placa de circuito impreso.
Para simplificar la descripcidn, en los dibujos los mismos elementos tienen las mismas referencias.

La figura 1 es una vista despiezada en perspectiva parcial que ilustra un conjunto 1 en el que se aprecian los
elementos a apilar en una placa de circuito impreso 2. La placa de circuito impreso comprende en ambas de

Sus caras unos rangos de conexion (no mostrados en las figuras).

En el ejemplo ilustrado, un conjunto Aen una cara de la placa de circuito impreso 2 consiste en el apilamiento

de varios elementos. Los elementos apilados son, en particular:

- un intercalador 3A que comprende contactos eléctricos flexibles en ambas de sus caras se inserta
entre el circuito integrado LGA yla placa de circuito impreso para conectarlos eléctricamente;

- el circuito integrado LGA 4A que comprende una superficie activa, es decir, una superficie provista
de teminales de contactos de entrada/salida. Esta cara activa esta en contacto con el intercalador 3
A

- un radiador 5A capaz de disipar la energia producida por el circuito integrado LGA 4A se coloca en
la superficie no activa del circuito integrado LGA;

- un sello ttmico 6A que se inserta entre la superficie no activa del circuito integrado LGA 4Ay el

radiador 5A para constituir una conexion témica entre estos dos elementos.
Naturalmente, este conjunto solo es un modo de realizacion.

En nuestro ejemplo de realizacion, el radiador 5A esta provisto de muescas 7A-10A, que pueden recibir
libremente unas columnas 16-19 adaptadas para intercalarse a ambos lados del conjunto de los elementos
mencionados anteriomente, con el fin de establecer la conexion de los termminales de contacto del circuito

integrado LGA 4A con los contactos eléctricos de la placa de circuito impreso 2A.

El problema, como se menciond anteriomente, es que no existen medios que pemitan fijar circuitos

integrados en dos caras opuestas frente a la placa de circuito impreso.

Una solucién consiste, por ejemplo, en utilizar medios de fijacion que se extiendan a través de orificios 11-14
realizados en la placa de circuito impreso 2 para fijar circuitos 4A y 4B integrados situados en caras opuestas

frente a la placa 2.

El montaje de los distintos elementos a apilar es simétrico con respecto a la placa de circuito impreso. El

conjunto B del segundo circuito integrado 4B consiste en apilar los mismos elementos que anteriomente.

En lo que sigue de la descripcién, cada elemento del mismo tipo del segundo conjunto se referenciara con el
mismo nimero que el mismo elemento situado simétricamente con respecto a la placa de circuito impreso en
el primer conjunto descrito anteriomente. Una letra A o B pemitira distinguir el conjunto en el que se apila el

elemento.

En nuestro ejemplo de realizacion, una parte de los medios de fijacion son columnas 16-19. Las columnas se
extienden a través de los orificios 11-14 de la placa de circuito impreso 2, a cada lado de la placa de circuito
impreso. Cada columna se reparte entre dos circuitos integrados 4A y 4B dispuestos en dos lados opuestos

frente a la placa de circuito impreso 2 ytiene la particularidad de no estar fijada a la placa de circuito impreso.
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En el gjemplo ilustrado, hay cuatro columnas 16-19. Por supuesto, el nimero de columnas puede ser

cualquier otro.

Cada columna comprende una parte roscada en sus extremos adaptada para recibir sendos tornillos 20A-23A
y 20B-23B. Naturalmente, la utilizaciéon de tales columnas solo constituye un modo de realizacion preferido de

la invencién; otros medios de fijacién que no utilicen tornillos pueden ser totalmente factibles.

En el egjemplo de realizacion preferido de la invencién, para evitar cualquier movimiento giratorio de las
columnas durante el montaje o el desmontaje, la solucién consiste en utilizar conjuntamente las columnas 16
- 19 yuna placa 24A y 24B en cada lado de la placa de circuito impreso. Esta placa 24A 'y 24B esta provista
de orificios para la insercion de las columnas. La funcidén de los orificios es, en particular, la de impedir

cualquiermovimiento de rotacion de las columnas 7A-7D.

En nuestro ejemplo de realizacidn, la seccidon de los orificios y de las columnas es hexagonal. La figura 2 es
una vista en perspectiva de una columna en la que resalta la seccién hexagonal de la misma. Naturamente,
este ejemplo no es de ninguna manera limitativo y se puede considerar cualquier otra seccidon que impida un

movimiento de rotacion de las columnas.

Preferentemente, un aislante eléctrico 33A y 33B se intercala entre cada placa 24A y 24B vy el respectivo
circuito integrado 4Ay 4B. El aislante 33Ay la placa 24A comprenden sendas aberturas 01 y 02 adaptadas
para pemitir un contacto entre el circuito 4A y 4B y el radiador respectivo 5A y 5B. Un sello térmico 6A
recubre el circuito integrado 4A propiamente dicho para una mejor disipacion del calor en la parte del radiador
5A

En nuestro ejemplo de realizacion, cada placa 24A y 24B no solo es un medio que pemite bloquear las
columnas en rotacion, sino que también asegura una presién uniforme sobre el conjunto durante el montaje.
Cada placa 24A y 24B se sitia en el apilado entre el radiador 5A y 5B y el circuito integrado 4A y 4B,
respectivamente. Se considera como Uutil para la comprension de la invencién que la placa pueda
reemplazarse por cualquier otro medio que garantice a la vez un bloqueo en rotacién de las columnas y una
presion unifoome durante el montaje o el desmontaje. Por ejemplo, otra variante Util para la comprension de la
invencion consiste en dotar la base de cada radiador 5A y 5B de orificios con la misma funcién que una placa.
Los orificios aseguran a la vez un bloqueo en rotacién de las columnas y la base del radiador asegura una

presion uniforme durante el montaje o el desmontaje.

La fuerza de presion para ejercer en cada conjunto A y B debe calibrarse y llevarse a cabo con sumo
cuidado. Una solucién consiste en equipar cada columna de resortes (25A, 26A, 27A, 28A) para el conjunto A
y de resortes (25B, 26B, 27B, 28B) para el conjunto B, para aplicar la fuerza F necesaria para establecer el
contacto eléctrico entre cada circuito integrado 4A y 4B y la placa de circuito impreso 2. En el ejemplo
ilustrado, los resortes (25A, 26A, 27A, 28A) del conjunto Ay los resortes (25B, 26B, 27B, 28B) del conjunto B
se apoyan en las placas respectivas 24A y 24B. Preferentemente, las columnas 16-19 estan equipadas con
resortes con el mismo coeficiente de rigidez K para ejercer una presién unifome. La cabeza de cada tomillo
20A-23A y 20B-23B, durante el atornillado, comprime, posiblemente mediante una arandela, el resorte
respectivo para impulsar en su movimiento el respectivo circuito integrado 4A, 4B para su conexion en la
placa de circuito impreso 2. El desenroscado de cada tomillo 20A-23A y 20B-23B también tiene el efecto de
descomprimir el resorte respectivo (25A, 26A, 27A, 28A) y (25B, 26B, 27B, 28B) para desconectar el
respectivo circuito integrado 4A y4B de la placa de circuito impreso 2.
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En nuestro ejemplo de realizacion, la longitud elegida del tornillo es tal que una vez que el resorte se

descomprime, el tornillo sigue metido en la rosca de la columna respectiva.

Los resortes (25A, 26A, 27A, 28A) y (25B, 26B, 27B, 28B) no se apoyan en los radiadores porque la presion
necesaria aplicada para asegurar un buen contacto eléctrico de los contactos es diferente de la presion
requerida para un buen contacto térmico entre un circuito integrado 4A 'y 4B y el radiador respectivo 5A 'y 5B.
Una solucién consiste en unir estos dos componentes (radiador y placa) a través de al menos un clip de
torsion respectivo 34A y 34B. Un clip de torsion se muestra en la figura 3. Un clip de torsién tiene la funcion
de aplicar una fuerza independiente de la fuerza de presién F para aplicar a los contactos eléctricos. Esto
constituye un medio para hacer que se wuelvan independientes distintas fuerzas de presion a aplicar. Cada
clip de torsion 34A y 34B esta soportado por sus dos extremos en una correspondiente superficie de apoyo
del radiador 5A y 5B y por su cuerpo en una superficie de apoyo opuesta de la placa. La figura 4 representa
una vista desde arriba del conjunto A. En esta figura, se puede ver el radiador 5A, las muescas 7A-9A
realizadas en el radiador mas anchas que las columnas y los resortes, las cabezas de los tomillos 20A-23A,

la placa 24Avy el clip de torsidn 34Aintercalandose entre el radiador 5A y la placa 24A.

Como precaucion, los circuitos integrados 4A y 4B se montan el uno después del otro. El montaje del primer
circuito integrado 4A se realiza mediante una cufia que hace posible reemplazar el segundo conjunto que aun

no se hamontado. Esta cufia es representativa del grosor de un conjunto.

Después de montar el primer circuito integrado 4A, se retira la cufia. Como las columnas pueden desplazarse
perpendiculammente a la placa de circuito impreso, el montaje del segundo circuito integrado 4B en la otra
cara de la placa de circuito impreso se lleva a cabo mediante una herramienta 35. La figura 5 es una vista de

un ejemplo de realizacion de tal herramienta.

En nuestro ejemplo de realizacion, esta herramienta 35 es una carcasa paralelepipédica en la que esta
abierta una de sus dos caras opuestas. La cara solida consiste en una placa que lleva cuatro arboles 29-30,
estando cada arbol rodeado por un resorte, de los cuales dos son visibles en la figura 5, a saber los resortes
31-32, con coeficiente de rigidez K 'menor o igual al coeficiente de rigidez K de los resortes (25A, 26A, 27 A,
28A) y (25B, 26B, 27B, 28B). Cada arbol guia el resorte respectivo en su movimiento y tiene una longitud

menor que la de un resorte 31-32.

Durante el montaje, o el desmontaje seguido de un nuevo montaje, de este segundo circuito integrado 4B, la
carcasa se coloca, por ejemplo, sobre un soporte horizontal, estando los arboles 29-30 dirigidos hacia arriba.
La placa de circuito impreso 2 se ocoloca en esta carcasa de foma que se introduzca en la carcasa el
conjunto A realizado, coincidiendo los ejes de las columnas 16-19 con los ejes de los arboles 29-30 de la

carcasa 35.

Preferentemente, la carcasa 35 esta fijada a la placa de circuito impreso para un mejor manejo. El modo de

fijacién es arbitrario.

Los resortes 31-32 de la carcasa 35 entran en contacto con las cabezas de los tornillos (20A-23A) del
conjunto A. En la carcasa 35, cada resorte 31-32 ejerce una fuerza que compensa el peso de este conjunto,
impidiendo cualquier movimiento de traslacion de las columnas 16-19 perpendiculamente a la placa de

circuito impreso 2.
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El apilado es simétrico de cada lado de la placa de circuito impreso. Cuando se monta el conjunto B, las

columnas se bloquean en rotacién y en traslacion, y el atornillado o desatornillado se realiza sin problemas.

Consideremos que el conjunto A esta en la carcasa en la misma posicién que se describié anteriomente y
que el conjunto B esta totalmente realizado. Si se desea desmontar nuevamente el conjunto B, se retiran los
tornillos 20B-23B. Al retirar los tomillos del conjunto B, aunque los resortes del conjunto B se descomprimen,
la carcasa, mientras tanto, mantiene una presion suficiente sobre los resortes del conjunto A asegurando un

buen contacto eléctrico del circuito integrado 4A en la placa de circuito impreso 2.

Los resortes de la carcasa pemiten descomprimir los resortes (25A, 26A, 27 A, 28A) y (25B, 26B, 27B, 28B)
en ambos lados de la placa de circuito impreso 2. La operacién de desatornillado, por ejemplo de los tomillos
20B-23B, en un lado de la placa de circuito impreso descomprime los resortes respectivos 25B-28B del
conjunto B asi como los resortes 25A-28A del conjunto A. Los resortes de la carcasa aseguran asi presiones
iguales en ambos lados del circuito impreso durante un periodo de tiempo. Preferentemente, el coeficiente de
rigidez de los resortes de la carcasa se elige de modo que, cuando las fuerzas se anulan y hay equilibrio, el

contacto eléctrico del circuito integrado 4A sea suficiente.

El resultado de las operaciones anteriores da como resultado el conjunto visible en la figura 6 que representa

el conjunto realizado.

El procedimiento de montaje de un circuito integrado 4A o 4B, a partir de una placa de circuito impreso 2
virgen de componentes, se puede llevar a cabo en varias etapas. Hay que tener en cuenta que el sentido de
ejecucion de las etapas es totalmente arbitrario. El sentido de ejecucién elegido es el que parece el mas

apropiado y el mas facil para una persona experta en la materia.
Consideremos que se quiera montar el circuito integrado 4Ay a continuacién el circuito integrado 4B.
Etapa E1

Una etapa preliminar consiste en insertar, a través de los orificios 11-14 previstos para este fin en el circuito
impreso 2, y del lado opuesto de la placa de circuito impreso en la que se desea montar el circuito integrado
4A, una cuna central. Esta cufa es equivalente en tamafo a una placa 24A o 24B pero con un espesor
representativo del espesor de un conjunto. Los resortes se colocan alrededor de las columnas y la cuia se

presiona contra la placa de circuito impreso 2 mediante tornillos 20B-23B.
Etapa E2

Una segunda etapa consiste en colocar el intercalador 3A en la placa de circuito impreso 2 de modo que los

contactos eléctricos coincidan.
Etapa E3

Una tercera etapa consiste en poner el cdircuito integrado 4A en el intercalador 3A de modo que los pines del

circuito 4A coincidan con los contactos eléctricos del intercalador 3A.

Etapa E4
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Preferentemente, antes de la aplicacidon de una presion a través de la placa 24A, y para asegurar un montaje

mas comodo, se llevan a cabo las dos etapas secundarias siguientes:

- Se coloca el aislante eléctrico 33A en el circuito integrado 4A de manera que se aisle

eléctricamente la placa 24A del circuito integrado 4A;

- Se coloca el sello témico 6A
El sentido de ejecucion de estas 2 etapas secundarias es indiferente.
Etapa E5

Una quinta etapa consiste en colocar la placa 24A en los elementos apilados durante las etapas E2 a E4. La

placa 24Aes guiada a través de sus orificios por las columnas 16-19.

Etapa E6

Una sexta etapa consiste en insertar un resorte 25A-26A en cada columna 16-19.
Etapa E7

Una séptima etapa consiste en colocar el radiador 5A dejando pasar las columnas y los resortes en las

muescas 7A-10A del radiador previstas para este fin.
Etapa E8

Cuando se realiza el apilado, una octava etapa consiste en atornillar los tornillos 20A-23A en las columnas

respectivas 16-19 para realizar una presién de modo que se establezcan los distintos contactos eléctricos.
En esta etapa, el circuito integrado 4A estd montado en la placa de circuito impreso 2.
Etapa E9

A continuacion, se coloca el montaje A realizado en la carcasa 35 de modo que los resortes 31-32 de la

carcasa de soporte entren en contacto con las cabezas de los tornillos del conjunto A.
Etapa E10

La siguiente etapa consiste en eliminar la cufia insertada en la etapa E1. Al quitar la cufia, los resortes de la
carcasa 35 ejercen una fuerza que compensa el peso del conjunto Aen dicha carcasa vy, por lo tanto, impiden
que las columnas y el conjunto A se desplacen perpendiculamente al plano de la placa de circuito impreso.
A continuacion, queda montar el segundo circuito integrado 4B en la cara de la placa de circuito impreso
sobre la que se extienden las columnas y realizar de nuevo el montaje descrito conforme a las etapas E2 a
ES8.

Consideremos ahora que los dos circuitos integrados 4A y 4B estan fijados a la placa de circuito impreso 2 y

que queremos desmontar el circuito integrado 4B.
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Para una operacion de desmontaje, seguida de un nuevo montaje de un circuito integrado, en una placa de
circuito impreso ya equipada con circuitos integrados LGA en ambos lados, se llevan a cabo las siguientes

operaciones:
Etapa F1

Se coloca el conjunto A en la herramienta de modo que los resortes 31, 32 de la misma entren en contacto

con las cabezas de los tornillos del conjunto A.

Etapa F2

Los tornillos 20B-23B se desenroscan a continuacion de manera que se libere la presion de los resortes
respectivos 25B-28B. Al final de la operacion, los resortes 31, 32 de la carcasa ejercen una fuerza que
compensa el peso del conjunto A en la carcasa 35 y de este modo impide que las columnas y el conjunto A

se desplacen perpendiculamente al plano de la placa de circuito impreso.

Etapa F3:

Se retiran sucesivamente todos los elementos apilados del conjunto B (radiador, placa, intercalador, etc.).
Etapa F4:

La siguiente etapa consiste en volver a montar el segundo circuito integrado 4B en la cara de la placa de
circuito impreso sobre la que se extienden las columnas y en realizar un nuevo montaje descrito conforme a

las etapas E2 a ES8.

De manera general, la invencion se refiere a un dispositivo tal y como esta definido en la reivindicacion 1. Se
ha visto que los medios de fijacion ejercen presiones iguales en ambos lados de la placa de circuito impreso
(2). En nuestro ejemplo de realizacion, los medios de fijacidon son columnas 16-19, comprendiendo cada
columna en ambos extremos una parte roscada adaptada para recibir un tornillo para los componentes
eléctricos 4A, 4B en caras opuestas de la placa de circuito impreso. Se ha visto que la utilizacién de
columnas solo constituye un modo de realizacién preferido de la invencién, pudiéndose contemplar sin ningdn

problema otros medios de fijaciéon que no usan tornillos.

Como la fijacién es simétrica y se efectia mediante tornillos, es necesario evitar cualquier movimiento de
rotacién de las columnas durante el atornillado o desatornillado. Una posible solucion consiste en utilizar una
placa 8 en cada lado de la placa de circuito impreso, comprendiendo dicha placa 8 muescas atravesadas por
las columnas, impidiendo el perfil de los orificios y de las columnas cualquier movimiento de rotacion de las

columnas para el montaje o el desmontaje.

También sefialaremos que la conexion eléctrica debe hacerse con gran precision. En nuestro ejemplo de
realizacion, se eligi6 utilizar, en cada lado de la placa de circuito impreso 2, resortes 25A-28A y 25B-28B
interpuestos entre la cabeza de cada tornillo respectivo 20A-23A y 20B-23B y la placa correspondiente 24A,
24B, apoyandose uno de los extremos del resorte en la placa respectiva 24A, 24B. Preferentemente, en cada
lado de la placa de circuito impreso, cada columna 16-19 estd equipada con un resorte del mismo coeficiente
de rigidez para ejercer una presion uniforme adecuada para establecer el contacto eléctrico entre cada

componente eléctrico 4A, 4B yla placa de circuito impreso 2.
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También sefialaremos que se deben aplicar diferentes fuerzas de presion a ciertos elementos de un conjunto.
En nuestro ejemplo, en cada lado de la placa de circuito impreso 2, un radiador 5A y 5B esta montado en la
placa respectiva 24A y 24B, y un clip de torsion 27A, 27B conecta el radiador 5A, 5B y la placa 24A, 24B
respectivas para ejercer sobre este conjunto una fuerza de presion independiente de la fuerza de presién

producida por los resortes.

También sefialaremos que la presente invencion es totalmente adaptada para circuitos integrados cuyo

contacto eléctrico en la placa de circuito impreso se efectta por presion.

El montaje o desmontaje de los conjuntos requiere la utilizacién de herramientas especiales. Esta
herramienta 35 comprende medios para ejercer presidon sobre un primer componente eléctrico 4A fijado en
una primera cara de la placa de circuito impreso, de manera que se monte o desmonte un segundo
componente eléctrico 4B en la cara opuesta de la placa de circuito impreso 2. En nuestro ejemplo de
realizacion, los medios para ejercer presién son resortes (31, 32) cuyo eje coincide con el eje de las columnas
(16-19). Se puede ver que la presente invencién ofrece muchas ventajas. El dispositivo de la invencion
pemite el montaje de circuitos integrados en dos lados opuestos frente a la placa de circuito impreso
mientras se asegura un montaje y desmontaje independiente de cada uno de los dos circuitos integrados a
través de la herramienta 35. El paso de las columnas a través de la placa de circuito impreso evita la
utilizacion de tuercas o insertos. Por lo tanto, se minimiza las areas prohibidas para el trazado en el area
cercana al orificio. Ademas, esta claro que la utilizacion conjunta de las columnas y de una placa pemite
aplicar la presion necesaria para un buen contacto eléctrico simétrico en ambos lados de la placa de circuito

impreso durante las operaciones de montaje y desmontaje.
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Reivindicaciones
Dispositivo (1) que comprende:

- una placa de circuito impreso (2) que incuye rangos de conexién en sus dos caras opuestas y

atravesada por aberturas (11, 12, 13,14),
- dos conjuntos, conteniendo cada uno:

- un circuito integrado (4A, 4B) presentando una cara eléctricamente activa y una cara

eléctricamente no activa,

- un radiador (5A, 5B) en contacto témico con la cara eléctricamente inactiva del circuito

integrado (4A, 4B), y

- una placa (24A, 24B) dotada de orificios, colocada entre el circuito integrado (4A, 4B) y el

radiador (5A, 5B),

- medios de fijacion (16, 17, 18, 19) mediante resorte (25A, 25B, 26A, 26B, 27A, 27B, 28A, 28B),
recibidos en las aberturas (11, 12, 13, 14) de la placa de circuito impreso (2) y en los orificios de
cada placa (24A, 24B), que se extienden a través de la placa de circuito impreso (2) y de cada placa
(24A, 24B), fijando los dos conjuntos respectivamente en las dos caras opuestas de la placa de
circuito impreso (2) para establecer un contacto eléctrico entre la cara eléctrica activa del circuito
integrado (4A, 4B) de cada conjunto yla cara de la placa de circuito impreso (2) en la cual se fija

este conjunto,

caracterizado porque

- los resortes (25A, 25B, 26A, 26B, 26B, 26B, 27A, 27B, 28A, 28B) de los medios de fijacion (16, 17,
18, 19) se apoyan contra las placas (24A, 24B) ejerciendo una fuerza de presién para asegurar dicho

contacto eléctrico, y

- cada conjunto incluye ademas un dip de torsion (34A, 34B) conectando su radiador (5A, 5B) y su
placa (24A, 24B) al ejercer en este conjunto radiador-placa (5A-24A, 5B-24B) una fuerza de presion

independiente de |la fuerza de presion ejercida por los resortes.

Dispositivo segun la reivindicaciéon 1, caracterizado porque los resortes (25A, 25B, 26A, 26B, 27A,
27B, 28A, 28B) de los medios de fijacion (16, 17, 18, 19) gjercen presiones iguales en ambos lados
de la placa de circuito impreso (2).

Dispositivo segun la reivindicacion 1 o 2, caracterizado porque los medios de fijacion (16, 17, 18,
19) son columnas, comprendiendo cada una de ellas en ambos extremos una parte roscada que

recibe un tornillo para fijar los circuitos integrados (4A, 4B).
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Dispositivo segun la reivindicacién 3, caracterizado porque los perfiles de los orificios de las placas
(24A, 24B) y de las columnas (16, 17, 18, 19) impiden cualquier movimiento de rotacion de las
columnas (16, 17, 18, 19) para el montaje o el desmontaje.

Dispositivo segun la reivindicacién 3 o 4, caracterizado porque los resortes (25A, 25B, 26A, 26A,
26A, 26B, 27 A, 27B, 28A, 28B) se intercalan entre la cabeza de cada tornillo y la placa respectiva
(24A, 24B), apoyandose uno de los extremos de cada resorte en la placa respectiva (24A, 24B).
Dispositivo segun una de las reivindicaciones 3 a 5, caracterizado porque, a cada lado de la placa
de circuito impreso (2), cada columna (16, 17, 18, 19) esta equipada con un resorte del mismo
coeficiente de rigidez para ejercer una presion uniforme adecuada para establecer el contacto
eléctrico entre cada circuito integrado (4A, 4B) y la placa de circuito impreso (2).

Procedimiento de montaje de un dispositivo (1) segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6,
caracterizado porque comprende: la utilizacion de una herramienta que incluye medios para ejercer
una presién en un primer circuito integrado (4A) fijado en una primera cara de la placa de circuito
impreso, de modo que se monte un segundo circuito integrado (4B) en la cara opuesta de la placa

de circuito impreso (2).
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Fig. 1
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Fig. 2
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